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１．概要（Summary） 

微小部蛍光 X 線分析装置で微小エリアの Cu の膜厚

を測定できるか調査する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

微小部蛍光 X線分析装置 

【実験方法】 

社内で成膜した Cu サンプルチップの膜厚を、微小部

蛍光 X 線分析装置の集光径を変えて比較測定を行なっ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Cuと SUSが成膜されているサンプルAと、Cuのみ成

膜されているサンプル B を微小部蛍光 X 線分析装置の

集光径を変えて測定した。 

 

Fig. 1に Cuの Kα（8.040 keV）、Fig. 2に Cuの Kβ

（8.904 keV）を用いて測定した結果を示す。 

 

Fig. 1 Focus diameter and film thickness results 

      by Kα（8.040 keV） condition. 

 

Fig. 2 Focus diameter and film thickness results 

       by Kβ（8.904 keV） condition.  

 

サンプルAはCuのKαとKβで約 10%膜厚が異なる。

これは、Cu の Kα と SUS に含まれる Ni の Kβが重なる

ためと考えられるため、今回のサンプル測定には Cu の

Kβを用いることとする。 

また、集光径による大きな膜厚の変化はなく、集光径が

φ0.1 mm の微小エリアで Cu の膜厚を測定できることが

確認できた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

測定に協力して頂いた産総研 NPF 鈴木氏に謝意を

表する。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


